Žádost o vydání Souhlasu se záborem  (kontejner, lešení, stav. výtah apod. předzahrádka)
 nebo Souhlasu s provedením výkopových prací  

(inženýrské sítě, izolace, opravy povrchů komunikaci apod.)
Akce: Praha…..  název komunikace………………………, čp…….. č.orient…….….

Termín realizace:   od……………..    do…………………

Investor:   
Název firmy (právnická os.)……………………………………………………………
IČO………………………..

U fyz. osoby: Příjmení…………………Jméno……………..  

RČ………………………….

Adresa:  ulice:………………………………,. čp……….. č.orient…………………….
                  Obec:……………………………………………………..

                  PSČ………………………

Odp. pracovník investora………………………..

Telefon investora………………………………..

Inženýring: (pokud nežádá sám investor):

Název firmy (právnická os.)…………………………………………………………….
IČO………………………..

U fyz. osoby: Příjmení…………………Jméno……………..  

RČ………………………….

Adresa:  ulice:………………………………., čp……….. č.orient…………………….
                  Obec:……………………………………………………..

                  PSČ………………………

Odp. pracovník inženýringu………………………..

Telefon inženýringu………………………………..

Přílohy:
2x koordinační situace (s vyznačením plánované akce, název komunikace, rozlišení chodníků a vozovek, nejbližší křižovatku, číslo orientační popř.popisné a číslo parcely (vhodná bývá katastrální mapa s pojmenovanými komunikacemi alespoň jako příloha ke koordinační situaci) - Lze vytisknout např. na internetu:  http://magistrat.praha.eu  Mapy – Digitální mapy
Nelze získat bližší rozlišení než 1:1000 

Plná moc od investora akce pro inženýring

Aktuální koordinační zápisy pokud byly předepsány koordinace

Stanovisko Svodné komise TSK (územní nebo stavební řízení) nebo OS TSK (ohlášení) - netýká se záborů
Stanovisko SVM MHMP (odbor evidence, správy a využití majetku) – netýká se záborů
- Pokud výkopové práce  zasahují do povrchů v záruční lhůtě, musí žadatel předložit stanovisko OS TSK k jejich případnému narušení.
- Pokud jsou výkopové práce prováděny v zimním období (1. 11. – 15. 3.), musí žadatel předložit souhlas OS TSK s pracemi v zimním období.
Datum…………………………..                                                 Podpis……………………………….

